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以下資料由辛耘企業股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。
以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意


   認購相關資訊
   公司簡介
   主要業務項目
   最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
   最近五年度簡明資產負債表
   最近三年度財務比率
公司名稱：辛耘企業股份有限公司 (股票代號：3583)
	輔導推薦證券商
	國泰綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、大眾綜合證券股份有限公司、大華證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司

	主辦輔導券商聯絡人電話
	國泰綜合證券聯絡人：陳昱瑞    (02)2326-9828

	註冊地國
	(外國發行人適用)

	訴訟及非訟代理人
	(外國發行人適用)


	輔導推薦證券商認購辛耘企業股份有限公司股票之相關資訊

	證券商名稱
	國泰證券
	統一證券
	大眾證券
	大華證券
	宏遠證券

	認購日期
	101.4.16
	101.4.16
	101.4.16
	101.4.16
	101.4.16

	認購股數（股）
	1,300,000
	100,000
	100,000
	100,000
	200,000

	認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率
	1.75%
	0.13%
	0.13%
	0.13%
	0.27%

	認購價格
	30元
	30元
	30元
	30元
	30元

	認購價格之訂定
依據及方式
	辛耘企業成立於1979年，資本額7.41億元，從事設備代理(半導體、化學生技、LED、Solar、LCD、封裝測試等設備)二十餘年，2003年起發展自製半導體先進製程(12吋/90奈米)設備及12吋再生晶圓製造，目前主要有半導體前段濕製程、12吋再生晶圓製造及光電生化儀器及設備之代理業務三大產品線。辛耘技術來源、層次及技術合作對象為國內半導體客戶等，與其營運內容較相似之上市櫃公司有弘塑(半導體後段封裝製程設備)、中國砂輪(再生晶圓製造)、翔名(半導體耗材製造與代理)等。辛耘的特色是得到半導體客戶支持共同開發半導體先進製程設備，是目前國內8吋及12吋半導體前段濕製程設備唯一開發成功並已導入生產的廠商，在要求高精準度及高潔淨度的先進半導體設備之國產自製化歷程具指標性意義。2011年該公司銷售予台積電金額約佔辛耘營收之16%，為辛耘之第一大客戶。
股票價值的評估方法有很多種，各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異。目前證券投資分析常用之股票評價方法主要包括市價法如本益比法(Price/Earnings Ratio ，P/E Ratio)、股價淨値比法(Price/Book Value Ratio，P/B Ratio)，透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整；成本法亦稱帳面價值法(Book Value Method)，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎；另自由現金流量折現法(Discounted Cash Flow Method，DCF )則重視公司未來營運所創造之現金流入價值。其中，成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；自由現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，因較難取得適切之數據，使未來現金流量及加權平均資金成本更無法精確掌握，故本次輔導推薦證券商認購辛耘就本益比法及股價淨値比法進行評估。

該公司認購價格之計算方式，係綜合參酌該公司之所處產業、經營績效、發行市場環境、本益比法及興櫃巿場流動性不足之風險，經與該公司議定之每股認購價格為30元。
經參酌辛耘之採樣同業弘塑(上櫃公司，股票代號：3131)、中砂(上市公司，股票代號：1560)、家登(上櫃公司，股票代號：3680)、翔名(上櫃公司，股票代號：8091)及漢微科(興櫃公司，股票代號：3658)，於台灣證券交易所公告之股價資訊，及前述各公司經會計師查核簽證之財務報告，與上市櫃其他電子業類本益比，以本益比法方式之評估說明如下： 
項目
平均股價(元) (註1)
100年
每股淨值(元)(註2)
100年每股稅後盈(元)(註2)
本益比(倍)
本股價淨值比(倍)
公司
　
101.1
101.2
101.3
101.1
101.2
101.3
101.1
101.2
101.3
弘塑(3131)
63.12
75.01
81.83
26.18
8.82
7.16
8.05
9.28
2.41 
8.50 
9.84 
中砂(1560)
37.38
44.75
48.05
25.73
3.11
12.02
14.39
15.45
1.45 
14.39 
3.44 
家登(3680)
35.5
41.61
61.08
15.63
2.52
14.09
16.51
24.24
2.27 
16.51 
3.34 
翔名(8091)
50.67
64.21
70.45
23.55
6.73
7.53
9.54
10.47
2.15 
9.54 
7.67 
漢微(3658)
151.98
197.2
268.41
23.45
10.87
13.98
18.14
24.69
6.48 
18.14 
14.17 
上市股票-其他電子業類
-
-
-
　
-
15.86
17.31
N/A
1.79
1.95
N/A
上櫃股票-其他電子業類
-
-
-
　
-
16.34
18.86
N/A
1.49
1.72
N/A
註1：股價資訊及類股本益比係擷取自台灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心網站。
註2：每股盈餘係依據100年第一季至100年第四季各公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告。
由上表可知，該公司採樣同業101年1月至101年3月及上市(櫃)其他電子類股101年1月份至101年2月份本益比與股價淨値比分別在7.16～24.69倍之間及1.45~18.14倍之間，若以認購價格30元與100年度該公司之每股稅後盈餘1.21元與每股淨值19.11元為計算基礎，本益比及股價淨値比分別約為24.79倍與1.57倍，本益比略高於採樣同業及上市(櫃) 其他電子業類股本益比，係因評估2012年因半導體產業景氣轉佳，加上台積電將上修資本支出，該公司預期營收成長及營業費用有效控管下，獲利可較100年成長，另股價淨值比介於採樣同業及上市(櫃) 其他電子業類股，故該公司議定之認購價應尚屬合理。

	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	公司介紹
辛耘企業股份有限公司(以下簡稱本公司或辛耘企業)創立於民國68年10月17日，在半導體、光電產業及分析儀器界已深耕超過30年，不論在電子尖端產業亦或是傳統石化、生化、生醫、 環保等各個領域都已建立深厚的客戶基礎及相關專業技術與知識，並於民國100年09月1日合併辛耘晶技股份有限公司，擴大本公司於晶圓再生服務之營運規模及獲利。
歷史沿革
68年

1.辛耘企業有限公司成立於台北市，實收資本額為2,000仟元。
2.代理電子產品儀器設備。

79年

設立新竹辦公室就近服務新竹科學園區客戶。
85年

1.變更公司組織為辛耘企業股份有限公司，額定/實收資本額20,000仟元。

2.代理電子產品、半導體設備與儀器設備。
88年
1.設立台南辦公室就近服務台南地區客戶。

2.設立台中辦公室就近服務台中地區客戶。
3.實收資本額25,000仟元。
89年
1.設立桃園林口辦公室就近服務桃園林口地區客戶。

2.設立新竹中華路工廠，提供半導體零組件清洗服務，滿足客戶需求。

90年
1.實收資本額100,000仟元。

91年
1.實收資本額150,000仟元。

2.購買台北內湖辦公室。

92年
1.新竹廠辦大樓落成啟用。

2.實收資本額200,000仟元。

93年
1.實收資本額400,000仟元。

2.設立新竹湖口工廠，跨足半導體與TFT-LCD設備研發、生產、銷售，成功爭取奇美、友達、中華映管、南茂、群創等客戶訂單。

3.新竹中華路工廠通過ISO9000。

94年
1.實收資本額500,000仟元。

2.跨足半導體與TFT-LCD設備研發、生產、銷售，成功將自製機台交機奇美、友達、中華映管、南茂、群創等客戶。

3.投資新耕(上海)貿易有限公司。

4.投資SCIENTECH ENGINEERING USA CORP。
95年
1.實收資本額575,000仟元。

2.投資辛耘晶技股份有限公司，跨足晶圓再生產業。
96年
1.實收資本額600,000仟元。

2.96年09年13日核准公開發行。

97年
新竹湖口廠擴大規模遷移至新竹縣湖口鄉中華路，並設立無塵室。
98年
1.成功爭取國內半導體客戶訂單，並生產12”自製機台。

2.經濟部核准SBIR計畫申請。
99年
1.投資偉特力生醫股份有限公司。

2.投資譜光儀器股份有限公司。

100年
1.100年04月22日董事會通過合併辛耘晶技股份有限公司。

2.100年06月24日股東會通過合併辛耘晶技股份有限公司。

3.100年09月1日合併基準日。

4.100年10月31日核准合併增資149,009,970元。

101年
101年3月21日股票公開發行。
經營理念
本公司耕耘半導體設備二十餘年，矢志提供最優質的服務給所有客戶，辛耘企業堅持「團隊合作」、「專業技術」、「客戶滿意」、「永續經營」等之經營理念，以創新科技與服務創造美好價值，除滿足客製化、快速且及時之客戶服務外，本公司並積極培植公司優秀人員，成為公司服務客戶之最佳後援資源，持續成為設備及服務之首要供應商，創造公司最大價值與對社會的貢獻。

未來展望

(1) 短期業務發展計劃
A.行銷策略
a.針對各行業之製程需求提供Total Solution(包括設備與製程技術)。

b.持續提升客戶滿意度（CS），包括機台能力，服務品質及製程技術。

B.產品策略

a.半導體/LED/LCD/太陽能方面：積極參與客戶先期研發計畫，以期共同開發相關機台設備。

b.針對未來有潛力的綠能產業開發相關設備。

c.開發新代理產品線，引進更高階之製程及量測設備。 

C.營運管理策略

a.加強ERP、內稽內控等相關制度，以提升管理績效。

b.經由不斷的學習與訓練，提昇人員素質。
c.導入KPI 與PBC 管理，提升人員能力。

D.財務策略

a.有效管理A/R及庫存。

b.與銀行建立長期合作關係。
c.推動公司上市櫃，籌措長期資金。

(2) 長期業務發展計劃
A.行銷策略

a.善用既有之人力資源，擴大營業成長基礎建立遠端ERP系統入口，並加強區域性服務處的網路連線，以利於提供客戶即時之服務。 

b.提供客戶完整及專業之服務建立及擴大技術應用設備及技術支援人才，提供客戶更完整及專業之服務，同時增加產品及服務項目，擴展營運規模。

c.累積不同產業客戶基礎，建立長期合作關係

d.掌握與客戶合作發展機會，以高效能及合理價格，持續加強品質與服務之改善，以建立長期合作關係。

e.以目前半導體產業之優勢，擴展至其他高科技產業由深植已久之半導體生產設備經銷領域立足，延伸至所代理產品線及所提供專業服務之廣度及深度，並因應市場趨勢變化，引進市場所需之新產品。

B.產品策略

a.期望由目前自行研發之中階wet process tool 提升至高階wet process tool。由批次晶圓濕製程技術發展至單晶圓濕製程技術。
b.與國內客戶共同提高研發能力開發高階製程設備，以取代日美相關產品。

c.透過代理產品與國外廠商建立策略聯盟，引進先進設備技術。

d.加強綠能設備之研究與開發。

e.透過應用產品的開發，增加代理產品並有效整合系統資源。

C.營運管理策略

a.定期員工培訓，厚植公司人力資源。

b.提供完善工作環繼與員工福利及管理制度，建立企業文化，擬聚公司團隊向心力。

D.財務策略

a.加強公司全面財務性規劃，降低營運風險，提昇公司競爭力。

b.除了本業創造獲利外，並搭配金融機關貸款，或是現金增資與發行公司債，挹注公司未來營運之資金需求。


                      

	主要業務項目：
研發設計、製造與銷售半導體/LCD/LED/Solar產業量測設備與製程設備與材料銷售、12”晶圓再生、銷售化學分析設備儀器、生技儀器及PUMPS（泵浦）、VALVES（閥） 與其他零組件銷售等。

	公司所屬產業之上、中、下游之關聯性：
本公司為半導體及TFT-LCD等高科技產業設備供應者，本公司所經營之行業上、中、下游關係圖如下: 
上           游
中         游
下        游

本公司所經營之晶圓再生製造業上、中、下游關係圖如下: 
                    製程後用過監控晶片

                         再生後成品


	產品名稱
	產品圖示

及介紹
	重要用途或功能
	最近一年度

營收金額(仟元)
	佔總營收

比重(%)

	銷貨收入
	半導體、LED、太陽能與TFT-LCD設備與晶圓再生
	各產業製程設備
晶圓再生
	1,726,912
	95.21%

	佣金收入
	機台佣金收入
	-
	50,396
	2.78%

	維修收入
	機台維修收入
	機台維修收入
	25,601
	1.41%

	其他收入
	-
	-
	10,919
	0.60%

	合計
	1,813,828
	100%

	

	最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表  

單位：新台幣仟元                     

	年度

項目
	96年
	97年
	98年
	99年
	100年
	101年截至2月

(自結數)

(註一)

	營業收入
	1,408,710
	1,287,199
	1,092,022
	1,566,346
	1,760,498
	195,925 

	營業毛利
	461,389
	364,716
	388,534
	451,682
	516,033
	72,380

	毛利率(%)
	32.75
	28.33
	35.58
	28.84
	29.31
	36.94

	營業外收入
	36,713
	25,366
	10,906
	13,860
	61,645
	19,648

	營業外支出
	70,781
	44,615
	112,596
	104,738
	26,723
	10,429

	稅前損益
	89,803
	4,613
	1,814
	5,734
	131,079
	11,738

	稅後損益
	60,213
	1,048
	47,007
	5,560
	77,079
	11,738

	每股盈餘（元）
	1.00
	0.02
	0.80
	0.09
	1.21
	0.16

	股利發放
	現金股利(元)
	0.34
(註三)
	0
	0
	0
	0.5(註二)
	-

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	0
	0
	0
	0
	0(註二)
	-

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元)
	0
	0
	0
	0
	0(註二)
	-


註一：係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。

註二：本公司100年度盈餘分配案經101年4月6日董事會通過，尚未提報股東會通過。

註三：含員工紅利及董監酬勞之發放

	最近五年度簡明資產負債表
單位：新台幣仟元
單位：新台幣仟元

	年度

項目
	96年
	97年
	98年
	99年
	100年

	流動資產
	937,861
	1,032,747
	831,507
	906,058
	
1,093,600

	基金及長期投資
	424,693
	433,771
	365,986
	360,525
	181,996

	固定資產
	417,732
	419,005
	398,201
	384,512
	1,773,143

	無形資產
	3,400
	2,624
	6,865
	-
	6,629

	其他資產
	26,578
	32,134
	163,650
	353,347
	76,646

	資產總額
	1,810,264
	1,920,281
	1,766,209
	2,004,442
	3,132,014

	流動

負債
	分 配 前
	775,104
	650,027
	756,231
	1,538,383
	872,263

	
	分 配 後
	775,104
	650,027
	756,231
	1,581,433
	 (註)

	長期負債
	166,074
	162,409
	107,082
	238,153
	827,039

	其他負債
	2,499
	5,878
	8,368
	6,184
	1,216

	負債

總額
	分 配 前
	943,391
	765,477
	1,000,568
	1,623,658
	1,700,518

	
	分 配 後
	943,391
	765,477
	1,000,568
	1,666,708
	(註)

	股本
	600,000
	600,000
	600,000
	600,000
	749,010

	資本公積
	257,921
	259,546
	254,831
	254,862
	444,648

	保留

盈餘
	分 配 前
	116,559
	163,566
	169,125
	135,781
	246,204

	
	分 配 後
	116,559
	163,566
	169,125
	115,511
	(註)

	長期股權投資

未實現跌價損失
	0
	0
	0
	0
	0

	累積換算調整數
	526
	785
	1,357
	(1,286)
	3,965

	庫藏股票
	-
	-
	(19,021)
	(18,827)
	(12,331)

	股東權益總額
	分 配 前
	994,228
	976,890
	1,000,732
	1,003,874
	1,431,496

	
	分 配 後
	973,958
	976,890
	1,000,732
	1,003,874
	 (註)


註：本公司100年度盈餘分配案業經101年4月6日董事會決議通過，擬提101年股東會決議。

	最近三年度財務比率

	年  度

項  目
	98年
	99年
	100年

	財

務

比

率
	毛利率(%)
	35.58
	28.84
	29.31

	
	流動比率(%)
	127.92
	119.81
	125.38

	
	應收帳款天數(天)
	84
	79
	81

	
	存貨週轉天數(天)
	162
	104
	137

	
	負債比率(%)
	43.34
	49.92
	54.29


投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!!
公司概況資料表





 



































半導體產業


平面顯示器產業


後段封裝業


Ga As產業


LED製造產業


太陽能產業


生技產業


晶圓再生產業








設備構裝、測試、維護




















研究發展、創新設計、電機整合




















五金零件產業





機械加工產業





自動控制元件產業





光電零件產業





傳動零件產業





電機電子產業





  IC 


晶圓廠





再生晶圓


   代工 
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